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Le presente invencibén se refiere & una forma es—
tratificada mejorade de penel de calefaccidén radiante que
dirigird el ocalor de una meners controlada deseada.

Més especificamente, la invenoidén estd orientada
hacia un tipo de calentador de panel radiente que hace uso
de una estructura soportante estratificada de materlal plég
tico que proporciona un medlo ventajoso para la incorpora-
eién de una capa de piropolimero carbonoso produciora de cg
lor por resistencia eléctrica, constitulda por carbono e hi
drégeno combinados con un soporte de 6xido inorgénico de all
ta drea superficial, al mismo tiempo gue proporcions medios
para incorporar fdcilmente una capa reflectante del calor
en la estructura estratificada compuesta.

Es sabido, por supuesto, que existen muchas for—
mas de panelas de calefaccidén eléctrica que se utilizan en
le actualidad para proporcionar calor radiante pars diver-
808 usoss Por ejemplo, existen diversas formes de léminas me
té4licas o revestidas con metal que pueden proporclonar ca-
lentamiento por resistencis sléctrica. Existen también di-
versos tiposde placas o paneles de calefaccién que emplean
circuitos eléctricos empotrados 2 la manera de las mantas
eléctrices. En otros casos, existen resistencias eléctricas
fabricadas a partir de mezclas de polvos comprimidos, las
ouales, & su vez, estin fabricadas a partir de carbono u
otros materiales semiconductores, al igual que los pequefles
tipos de resistenclas eldotricas que incorporan las deposi-
ciones de particulas de carbono o grafito, tintas de carbo=
no, ete., como parte de la tecnologia de "pelicula gruesa'.
Sin embargo, no se sabe que se haya realizado la utiliza—

cién previa de capas semiconductoras en el interior de pa-
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neles estratificados de material pldstico ni, més partiocu=-
larmente, la fabricacién de lémines estratificadas especia-
les qus incorporen al mismo tiempo la forma especibl de ca-
pa de piropolimero carbonoso y una capa reflectante del ca-
lor.

La conductividad eléctrica de un material estd
comprendide forzosemente dentro de una de las tres catego-
rias siguientes: conductores, semiconductores, o aislantes.
Los conductores son aguellos materiales que, segdn se reco-
noce generalmente, tienen una conductividad meyor que apro=
ximademente 102 ohm-cm inversos, mlsntras que los aislantes
tienen una conductividad no mayor gue aproximadamente 10'10
ohm-om inversos. Aquellos materiales que tienen una conduc-
tividad comprendida entre estos limites se considera gene-
ralmente que son materisles semiconductores. En este caso,
la invencién estd dirigides al uso de una composicién pseu-
do-metédlice especial como material seﬁiconduotor y en parti
cular, & una composicién semiconductora preparada de acuer—
do con las enseflanzas de la Patente de los EE.UU, N¢
3.651,386, con el £in de impartir uniformidad y calidad al
panel de calefacecidén resultanta.

Un objeto principal de esta invencién es proporecig
nar una forms mejorada de panel de calefaccién por incorpo=
racién de una capa de un piropolimero carbonoso semiconduc-
tor en un panel estratificado rigido, como estructura de sg
porte, ¥, adicionalmente, incorporar une capa reflectante
del calor en el material estratificado tal que la calefac=
cién por resistenocia eléetrica se dirija fundamentalmente

de una manera unidireccionsl controlads desde el panel.

Es un objeto adiclonal de la invencién haocer uso
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de una forms mejorada de piropolimero carbonoso semicondguce
tor, que se obtiene como resultado del calentamiento de una
sustancia pirclizable orgénica sobre un substrato de éxido
inorgénico refractario de alta 4rea superficial, en el in=-
terior de una forma estratificada de panel de cslefaccidm.

En un aspecto amplio, la presente invencidn incor

pora un miembro de calefacelén compuesto gque proporcions

radiecién calorifica direccional que estéd formado por un
material estratificado pléstico que incorpora una capa se-
miconductora, que comprende unea estructura estretificada de
pldstico rigido formada a partir de el menos una cepa de mg
terial substrato reforzado como matriz y un revestimiento
de resina sobre dicho material, un piropolimero carbonoso sg
miconductor unido con un soporte de 6xido inorgénico refrac
tario de alta dresa superficial incorporado como ina capa &
al menos una cara de dicha capa de material substrato, una
capa reflectante del calor incorporada en una posicién tal
que esté a un lado de dicho piropolimero sobre dicho mate-~
riasl substrato, y medios de suministro de corriente a por-
ciones distanciadas de dicha capa de piropolimero carbonoso
conductor para proporcioner el calentamiento por resisten=
cia eléctrica resultante en aquédlle que estard sometido a
reflexién y radiacién por dicha capa reflectante del miem=
bro compuasto.

En un aspscto més especifico, la invencion incor—
pora el uso de un piropolimsro carbonosoc que se ha formado
por calentamiento de una sustancia pirolizable orginica en
una atmésfera fundamentalmente no oxidante y en contacto
con un material de 6xido inorgénico retractario a una tem—

peratura superior a aproximedamente 4002C, tal que le com=-
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posicién semiconductora resultante tendréd una conductividad

-8 ¥ aproximadsmente

comprendida entre aproximedemente 10
102 ohm~cm inversos. !

La aplicaclén de la capa semiconductora en el ma-
teriel estratificado puede realizarss de diversas maneras.
Por ejemplo, un piropolimero carbonoso finamente dividido
en la forma de pequefias particulas o en forme de polvo pue=-
de mezclarse con un vehiculo adscuado de tal modo que pue-
da ser pintado, eaparcido o aplicado de cualquier otro modo
a una superficie de une tela de fibre de vidrio recubierta
de resina, papel, fieltro, cartén, etc., en forme de un subg
trato estratificado, o a una hoja de chaps de maderes que se
utilice en el panel estratificado. Alternativamente, el pi-
ropolimero carbonoso finamente dividldo puede mezclarse con
la resina o con un material polimero que hays de aplicarse
como impregnacién en y como revestimiento sobre una metriz
de refuerzo particular que proporcionard al mencs una capa
de material gubstrato estratificado y la mezecla resultante
pueds incorporarse en y sobre un substrato mediante una ope-
racién de inmersién o medisnte un procedimiento de revesti~-
miento, y el substrato revestido resultante se somete & se-
micurado de tal modo que el piropolimero semiconductor da
como resultado una impregnacién y revestimiento uniformes
sobre la lémina estratificada semicurada resultante. la car
ga pulverizade estard presente en una cantided comprendide
dentro del intervalo que va desde aproximedamente 95% a
aproximedsmente 10% en peso de la carga referida al peso de
la composicién acabada con el material polimero. La canti-

ded de piropolimero carbonoso & utllizar en el material po-

limexro varlaré con la conductividad del piropolimero parti-




10

18

20

25

30

Hoja nam, 6 14046

cular qus se utilice como material de carga y con la condug|
tividad deseada para la capa conductora en el pansl resul=
tente.

Tipicamente, en la formacién de un panel rigido
de materiel estratificado, una plurelidad de ldminas reves—
tidas e impregnades con resina semicurads de tela de fibra
ds vidrio, papel, cartén, fieltro, etc., (hacidndose referen)
cia generslmente a tales léminas como léminas "prepreg") se
apilan juntas y se someten luego tanto a calor como a pre-
8ién de tal modo que se produce un curado completo del ma-
terial polimero para proporcionar un tablero estratificado
resultante rigido. El meterial estratificado resultante pug
ds variar en espesor, dependiendo del nimero de ocapas semi-
ocuradas, o ldminas "prepreg", que se dispongan juntas pars
formar el producto compussto final. Los paneles estratifi-~
cados pueden comprender una pluralidad de liminas prépreg
simileres que utilicen la misma matriz de refuerzo, o pue-
de haber una composicién de diversas léminas semiocuradas
que utilice diferentes materisles de refuerzo, tales como
lona, tela de fibrs de vidrio, papel, cartém, fieltro, etc.
Algunos o jemplos especificos de los polimsros, que pusden
utilizerse en la produccién de sstratificados, y que pue-
den ser de naturaleza tanto termoendurecible como termoplés
tica, incluirdn poliolefinas tales como polietileno y copo~
limeros de polietileno, polipropilenoc y copolimeros de po=-
lipropileno, poliestireno y copolimeros de poliestireno,
poli(acetato de vinilo), poli(ecloruro de vinile), copolime-
ros acetato de vinilo-cloruro de vinilo, poli(cloruro de
vinilideno) y copolimeros, etc., poliésteres, poliuretano

‘poli(fenil-éteres), poli(fenil-éteres) estirenados, poli-
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carbonatos, poliamidas, poliimides, poli(amido-imidas), po-
lioximetilenos, poli(éxidos de alcohileno) tales como poli-
(6xido de etileno), poliacrilatos, polimeteorilatds y sus
copolimaros con estireno, butadieno, acrilonitrilo, etc.,
resinas epoxidicas, resinas de cianato, resinas basadas en
ftalato, politetrafluoretilencs, siliconas, fenélicos buti-
rados, formulaciones de acrilonitrilo=butadieno-estireno
(conocidas corrientamahte como ABS), polibutileno y estire-
no-acrilonitrilo modificado con éster acrilico (ASA), resi-
nas alquidicas, resinas alilicas, amiorrssinas, resinas fe-
nélicas, resinas de urea, resinas de melamina, acetato de
celulosa, acotato=~butirato de celulosa, nitrato de celulo-
sa, propionato de celulosa, triacetato de celulosa, poli-
éteres clorados, polietileno clorado, etilcelulosa, resinss
de furano, fibras sinteticas tales c¢omo los distintos tipos'
de nylon, dacrén, reybn, “"terylene™, etc.

Es sabido, por supuesto, qué les léminas delgadss
de cobre pusden combinarse con léminas ¢ cartonss estrati=-
ficedos rigidos para proporclomar paneles para circuitos
eldctricos; sin embargo, no se sabe gue se haya realizado
la incorporacién de una capa metdlica reflectante en un pa=~
nel estratificado con objeto de pueda producirse un efecto
reflactante para un panel productor de calor radiante. Aun
que se puede conseguir gue el cobre sea brillante, dicho mg
tal es fuertemente conductor y no es un metal preferidoe pa-
re la presente utilizﬁoién reflectante del ocalor. Como se
indicard més adelante, otros metales menos conductores que
pueden hacerse altamente reflectantes proporcionardén una
forma preferible de capa en la presente composicién.

En el panel compuesto de la presente invencién,
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se materiglize la utilizacién de una capa metédlica reflece
tante, ademés del uso de una forms especial de capa condug
tora que puede proporcionar calefaccién por resistencisa
elécirica y un panel resultante productor de calor. Sin em=
bargo, no se desea limitar la presente invencién a ningin
tipo de capa relfectants o a ningin metel especifico en la
formacién de la capa reflectante del calor en el material
estratificado. Tal capa reflectante puede formarse por me-
dio de la utilizacién de una ldmina delgada de metal tal
como una hoja delgada de aluminio o una léming delgadarde
acero inoxidable ds le naturaleza de une hoja delgada. Asi
mismo, podria utilizarse uns lémina substrato estratifica=-
da con un revestimiento de metal, tal como la obtenida por
un tipo de aplicaoidén mediante pulverizacién o pintado. Por
ejemplo, puede utlilizarse satisfactoriasmente una pinturs de
aluminio obtenide & partir de escames de aluminio en un ve=
hicalo adecuado, parae hacer posible la aplicacidén de una cg
pa reflectante a al menos una cara de una lémine de tipo
"prepreg" antes de su incorporacién en la forma estratifi-
cada de un panel de calefacceidén. Generalmente, por razén de
consideraciones econdémicas, se utilizardn las hojes de alu-
minio menos costosas o material de pintura de aluminio en
log presentes paneles reflectantes del calor, aun cuando
pueden lograrse ciertas ventajas con la utilizacién de ce~-
pas delgadas de acero inoxidable, cpomo, niquel, u otros ti
pos de metales reflectantes adecuados gue pueden aplicarse
como revestimiento galvédnico, transferirse como materiales
seme jentes a hojas delgadas, o aplicarse de algin otro mo-
do a un substrato estratificado.

En conexién con la preparacién del piropolimerc
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1 | carbonoso semiconductor para la presente invenecién, se ha
indicado anteriormenie en esta invencidén que se utilize un
material de 6xido refractario inorgdnico para la base en la
preparacién del piropolimero acabado. Asimismo, preferible-
5 | mente, esta base de 6xido inorgénico debe caracterizarse
como un material que tiene un érea superficial comprendida
entre 1 y aproximadamente 500 metros cuadrados por gramo.
Ejemplos ilugtrativos de los 6xidos inorgénicos refracta-
rios que pueden utilizarse incluyen alimina en diversas de
10 | sus formas, tales como gamma-slumina, o silice, éxido de
boro, éxido de torio, 6xido de magnesio, etc., 28l como megz
clas de los mismos, con inclusién de silice-alimina, alumi=~
na=gilice-6xido de magnesio, etc,

Ejemplos de sustancias orgenicas que pueden piro-
15 | lizarse para formar el piropolimero en la superficie de los
6xidos refractarios antes mencionedos incluirédn hidrocarbu-
ros alifdticos, hidrocarburos cicloaliféficos, hidrocarbu-
ros aromdticos, derivados halogenados aliféticos, derivados
oxigenados alifdticos, dericados de azufre aliféticos; de~
20 | rivados nitrogenados alifdticos, compuestos heterociclicos,
compuestos organometdlicos, hidratos de carbono, etc. Algu-
nos ejemplos especificos de estos compuestos orgdnicos que
pueden pirolizarse incluirdn etano, propano, butano, penta-
no, etileno, propileno, l-=buteno, 2-buteno, l=penteno, 2=-pen
25 | teno, l,3-butadieno, isopreno, ciclopentano, clclohexano,
metiloiclopentano, .enceno, tolueno, los xilenos isdmsros,
naftaleno, entraceno, clorometano, bromometano, cloroetano,
bromoetano, cloropropano, bromopropano, isopropano, cloro-
butano, bromobutenc, isobutano, tetracloruro de carbono,

éo cloroformo, 1,2-diclorcetano, l,2~dicloropropano, l,2-diclg
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robutano, aleohol stflico, alcohol n-propilico, alcohol isg
propilico, alcohol n-butilico, alcohol sec~butilico, alco-
hol t-butilico, glicol, glicerina, éter etilico, éter iso~
propilico, éter butilico, etilmercaptano, n-propilmercapte-
no, butilmercaptano, sulfuro de metilo, sulfuro de etilo,
sulfuro de metilo y etilo, sulfuro de metilo y propilo, di-
metilaminag, dieftilamina, etil-metil-smina, acetamida, pro-
pionamida, nitroetano, l-nitropropanoc, l-nitrobutano, ace-
tonitrilo, propionitrilo, écido £6rmico, dcido acético, éci
do oxélido, dcido acrilico, formeldehido, eldehido éecido,
aldehido propidénico, acetona, metil-etil=-cetona, metil=pro-
pil-cetona, etil-propil~cetona, formiato de metilo, formiag-—
t0 de etilo, amcetato de etilo,y cloruro de bencilo, fenol,
o-cresol, alcohol bencilico, hidroquinona, resorcina, cate-
quina, anisol, fenetol, benzaldehido, scetofenona, benzofa-
nona, benzoquinona, 4cido benzoico, decido fenilacético, dci
do hidrocinémico, furano, furfural, pirano, cumarina, indol
dextrosa, saecarosa, almidén, etc. Debe entenderse también
que los compusstos entes mencionados son sbélo representati-
vos de la clase de compuestos que pueden sufrir piropolime-
rizacién y que la presente invencién no se limite necesarig
ments a ellos,

Como se ha indicado enteriormente en esta memoria

los compuestos orgénicos antes mencionados se aplican como

 revestimiento por inmersidn sobre el substrato o se mezelan

con un ges portador tal como nitrégeno o hidrdgeno, se ca=-
lientan y después de sllo se hacen pasar sobre el substrato
de éxido refractario. La deposicién o wnién quimica del pi-
ropolimero con la superficie de la base refractaria se efeg

tie a temperaturas relativemente altas que van desde aproxi

B T e —"




10

15

20

30

Hoja ném, ll 14046

madamente 4002 hasta aproximasdamente ll002C y que preféeri-
blemente estdn comprendidas entre aproximsdamenta 6002 y
aproximadamente 95020, Asimismo, como se ha observado con
anterioridad, es posible controlar las propisdades eléctri
cag de la capa de piropoliméro semiconductora por regula-—
eién de la temperatura y del tiempo de permenencle durante
el cual la base de éxido refractario se somete al tratemien
t0 con la sugtancia pirolizable orgénica, asi como por el
peso o centidad de piropolimero depositado. El material de
6xido refractario inorgénico piropolimero semiconductor
asil preparado, una vez recuperado, poseerd una conductivi
dad comprendida dentro del intervalo que va desde aproximg
denmente 10'8 hasta aproximadamente 102 ohm=cm inversos.
Como otra modificaclién adicional de la presente
invencidn, puede citarse la incorporacidén de medios pars
proporclonar una barrera de "aislamiento" en combinacién
con la ompa reflectante en el interior de le forma estrati
ficada de panel de calefaceidén. En otros términos, pueden
integrarse una o més capas de material de aislamiento en
la composicidén o sl uso de una capa sstratificada gque ine
corpore el uso de una matriz de amianto u otro materlal aig|
lante adecuado que sirvae para excluir le transmisidén de ca-
lor a través de una poroién pesterior del panel estratifi-
cado. Alternativamente, puede hacerse uso de medios separa
dores entre capas en la estructura estratificade compuesia
de tal modo gue exista, en efecto, un espacio ablerto ais-
lante en el interior del material estratificado para ex—
cluir la conduccién de calor & través del estratificado en
una direccién indeseada. Las capas de aislamiento, asi co=

mo las capas reflectantes del calor, servirén pars me jorar
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la eficiencia del panel de calefaccién resultante de tal mo<
do que la totalidad del calor radiente pueds dlrigirse en
una dirececién controlada deseada.

La forma estratificada rigide mejorada de panel
de calefeccidén eléctrica, de acuerdo con la presente inven-
¢ibén, puede entenderse mejor en lo que se refiere al disefio
y la disposicion con referencia a los dibujos que se acompg
flan y a la descripecidén siguiente de los mismos.

La PFigurs 1 del dibujo es una vista isométrica
parcial de una seccidn de panel que muestra las capas mil-
tiples de una forma estratificada de panel que incorporard
tanto una capa semiconductora como una capa reflectante gdel
calor, asf{ como medios para posicionar las conexiones eldc~
tricag a la capa conductora en lados opuestos del panel es-
tratificado.

La Figure 2 del ditujo es una viste dlagramftica
en corte que muestre una esgtruoturs estratificada ds ocaps
miltiple que incorpora también una cdmara de aire en su in-
terior junto con la capas reflsctante y le cape semiconducto
re de piropolimero en el panel de calefaccién compuesto.

Heciendo ahora referencia particularmente a la Fi
gura 1 del dibujo, se indica un panel estratificado que tis
ne una superficie de revestimiento 1 inferior o "posterior,
une, cape metdlice brillante 2 para fines de reflexién del cz

lor, una capa de estratificado "prepreg" 3, la cual puede

la de fibra de vidrio o andlogo, impregnado y revestido a
su vez con un polimero, una capa 4 de piropolimero carbong
so gemiconductor sobre el material polimero 3, y un revesti

miento exterior 5. Los revestimiento externos 1 y 5 pueden
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comprender revestimientos protectores especiales para ex—
cluir los efectos de la humeded o lg abrasién; sin embargo,
la superficie 5 puede estar constitulda también por el ma-
terial polimero utilizado tipicamente en conexién con la fg
bricacién de léminas estratificadas. Asimismo, cuando se
utiliza un piropolimero carbonoso pulverizado como carga en
mezele con un materisl polimero que ha de aplicarse como im
pregnacién en o como revestimisnto sobre wna matriz de re-
fuerzo en la formacién de un substrato estratificado, pueds
haber sélo un espesor de resina minimo en la superficis 8.
Por el contrario, si el piropolimero carbonoso semiconduc—
tor se esparce por separado o se aplica como revestimiento
de cualquier otro modo sobre la superficie de la lémina eg
tratificada 3, como una oepa 4, entonces es preferible el
ugo de un revestimiento protector adicional 5 separado so-
bre la capa 4 en el panel compuesto.

Como se ha observado anteriormente, no se tiene
la intenclién de limitar la capa reflectante a ningin tipo
particular de material adn cuando, preferiblemente, desde
el punto de vista econémlco, se utilizard hoja de aluminio
brillante u otro material metdlico relativamente barato.

Se indica también en le Figura 1 del dibujo la dig
posicién de medics de electrodo opuestos tales como 6 y 6!
que servirén para distribuir la corriente eléctrica desde
los conductores 7 y 7' al piropolimero carbonoso de le ca=~
pa 4. Los miembros de electrodo 6 y 6' pueden comprender ti
ras de cobre, las cuales se smpotrarén en la caepa 4 en el

momento de former la composlielén estratificada; sin smbare=

teriales y diversas configuraciones para efectuar la distri
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bucidn de la corriente eléctrica en la capa semiconducto-
ra. Por ejemplo, pueden emplearse satisfactorizmente tela
metdlica de cobre o apentallado de cobres, apentallados o

adaptadores de tela metdlica de acero inoxidable, fieltros
metdlicos, etc., para proporcionar los terminales opuestos
para la introduccién de la corrisente eléctrica a través de

le capa semiconductora 4. Méds aun, en conexién con paneles

tira ancha o una pluralijad de miembros de electrodo inser
tados en los extremos de la capa semiconductora con objeto
de efsctuar una distribucién relativemente uniforme y efi-
clente de la corriente a través de toda la capa.

Con respscto a la radiacién de calor desde el pa
nel gque se muestrz en la Figura 1, debe ser evidente que
la capa reflectante del calor 2 servird para reflejar el
calor, que de lo contrario podria transmitirse por conduc—
eién y radiacién hecia la superficie inferior 1 de la capa
4, a fin de que se obtenga como resultado une radiscién ge
noralmente unidireccional hecis arriba de la mayor parte
del calor procedente de la superficie superior 5. En la mg
yoria de las instalaciones, es deseable hacer uso de pane-
les de calefaccién que proporcionen une radiacién de calor
en direccién hecia el exterior o hacia adelante desde una
pared, el suelo, el techo o cualquler otro punto, y execluir
la pérdida de energia calorifica en una direccién "de retro
ceso" hacia el interior de la pared o de cuaslgquier otra po-
sicién de montaje. Lz evitacidén de las pérdidas de calor en
una direccién de las denominadas "hacis atrds" tiene tam-
bidn la ventaja de aumentar la cantidad de calor que s emi

+tida en la dirsccidén hacia adelante.
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En conexién con la Figura 2 del dibujo, se mues-
tre una vista en corte a traves de una forma estratificada
de panel de calefaccidén en la que hay una ceps delanters
o superficie de radiacién de calor 8 sobre una capa d¢ pi=-
ropolimero carbonoso semiconductor 9, la ocual, a su vez,
estd situada sobre une o més capas estratificadas tales co
mo 10, Se indica tembién la utilizacidén de medios de sepa=
racién 11 que proporcionardn cémaras de aire alslantes 12
entre la capa de prepreg o estratificado 10 y una capa lle
ne 13 inmediatamente slgulente que, en este realizacién,
comprende una capa reflectante metdlica que se representa
cublerta por una capa superficial poasterior 14. Como se ha
indicado enteriormente, la capa metdlicae reflsctante 13 pue
de comprender una lémina delgade continuae de un material se
me Jante & una hoja delgada reflectante altamente pulimenta
da o puede comprender particulas metdlicas reflectantes,
tales como escamas de aluminio gue pueden ser el resultado
de un revestimiento de pintura de aluminio sobre una matriﬂ
o léamina estratificada adecuada. Los medios de separacién
1l pueden comprender sacciones estratificades revestidas
de resina semiocurada separadas tales que las mismas puedan
disponerse féollmente entre oapas para formar el tipo es-
tratificado deseado de estructuraj sin embargo, pusden uti
lizarse otras formes compatibles de medios de separacidén
con tal que las mismas puedan integrarse en la estructura
estratificada acabada.

La capa de piropolimero carbonoso conductor 9 eg
tard también de acuerdo con el tipo de piropolimero descri
to anteriormente gque se prepars a partir de una sustancia

pirolizable orgénica compuests con un material soporte de
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éxido inorgdnico refractario adecuado. Asimismo, tipicamen-
te el piropolimero resultante se encontrari en una forma
finamente dividida tel que el mismo pueda utilizarse a la
menere de uwna carge ¢ en un material soporte de tal modo
que forme una cape 9 adecuade en la estructura estratifics
da resultante, Se muestra una superficle de revestimiento
8 inmediatamente adyacente a la capa semiconductora 9 en lal
presente realizacién; sin embargo, en una construccién ale
ternativa puede darse la utilizacién de una capa estratifi
cada ediclonal sobre la caps de piropolimero carbonoso con
objeto de que pueda resultar una superficie decorativa so-

bre el elemento o panel de calefaccién, particularmente

de una sala de estar u oficina. .

Realmente, debe indicarse gque pueden hacerse mu-
chas variaciones en la formacién de pansles de calefaccién
compuastos de capas miltiples, y no se tiene la intencién
de limitar la construccién a las realizaciones particulares
que se ilustren en las Figuras 1 y 2. Estas dltimas son for
mas simplificades, meramente diagramdticss, pars una forme
de panel estratificedo rigido. Un panel de calefaccidén pue=
de tener también una forme predeterminade diferente de la
plana, es decir, que el panel puede ser ocurvo, en forma de
U, o puede tener una configuraclén en forma ondulada. Una |
forma particular puede’'conformarse en el momento del prensa=
do y ecurado de la estructura estratificada para darle su
forma final, con inclusién de las capas conductora y reflegc
tante 0, alternativamente, pueden utilizarse resines termo-
plésticas en la formacidn de la estructura estratificada de

4

tal modo gque pueda obtenerse una forms partiocular a partir
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de un panel que originalmente se prensé en una configura-
cién plana.
EJEMPLO '

Como una ilustracién especifica de un panel de ca
lefaccién de acuerdo con el disefio y configuracién gensra=~
les de la Figura 1 %91 dibujé, gse puede utilizar un piropo
limero carbonoso elgbtricamente conductor preparado por pi
rélisis de gamma-alimina impregnade con dextrosa a una tem
peratura de aproximajamente T102C durante un periodo de
aproximadamente 1,5 horas. El material resultante se muele
luego con acetona y se seca para obtener particulas de un
tamafio méximo de aproximadamente 10 micras. Este material
se mezcla luego con un material polimero, tal como una re-
gsina N2 3098 de alta temperatura de Monsanto Chemical Co.,
en una cantidad tal que represente aproximesdamente el 35%
en peso de la resina. la mezcla se aplica luego como reves-
timiento e impregnacion sobre un substrato de tela de fibra
de vidrio y se calienta en unaz estufa a aproximadamente
13892C durante un breve periodo de tiempo para proporcioner
un semioursdo o curado de etapa "b". Esta lémins "prepresg
gemicurade se prense luego y se callenta adicionalmente en
contacto con una o mis ldninas estratificadas sin el mate-
rial piropolimero carbonoso y con una lémina de hoja delge-
da de aluminio altamente pulimentada para formar como resul
tado una estructura estratificada compueste rigida. Durante
la unién de las chapas que constituyen el material estrati-
ficedo, lag tiras de cobre que han de emplearse como con-
ductores eléctricos se disponen en contacto con la capa de
piropolimsro carbonoso. Asimismo, puede disponerse un revesg

timiento protector de material "plastico" adecuado, termoeg
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table y no conductor, sobre la estructura estratificags g
tin de evitar el arafiado 0 cualquisr otro tipo de abrasién

y excluir los problemas de humedad.

REIVINDICACIONES

Losg puntos de invencién propia y nueva, que se
presentan pars que seen objeto de esta solicitud de Patenw
te de Invencién en Espafia, por VEINIE afios, son los que se
recogen en las reivindicaciones siguientes:

la,~ Un miembro de calefaceidén compuesto que pro-
porciona radiscién calorifica direccional que estd consti-
tuido por un material estratificado pléstico que incorpora
ung capa semiconductora, que comprende, una estructurs es-—
tratificada de pldstico rigido formeda a partir de al menos
una cape de material substrato reforzado como matriz y un
revestimiento de resina sobre dicho material, un piropoli-
mero carbonoso semiconductor unido con un soporte de 4xido
inorgénico refractario de slevada drea superfielal incorpg

rado como una capa al menos en un lado de dicha capa de mg

terial substrato, una capa reflectante del calor incorporg

da en une posicidén tal que se halle & uno de los lados de
dicho plropolimero sobre dicho material substrato, ¥y medios

de suministro de corriente eldctrica dispusstos en poreio-
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nes distencladas de dicha capa de piropolimsro carbonoso
conductor para proporcionar calefaccién por resistencia
eléctrica en aquélla, que estard sometida a reflexién y ra
diacién por dicha capa reflectante del calor del miembro
compuesto.

28,=- E1 miembro de calefaccién compuesto de la
reivingicacién 1%, caracterizado ademés por el hecho de que
dicho piropolimero carbonoso se forme por calentamiento de
une sustancis pirolizable orgénica en una atmésfers funda-
mentalmente no oxidante en contacto con el soporte de &xi
do inorgénico a une temperaturs superior a aproximadamente
40020, a fin de proporcionar una conductivijad comprendide
entrs aproximsdamente 10~8 y aproximadamente 102 ohm-cm ind
Versos,

38,~ El miembro de calefaccidén compuesto de la
roeivindicacién 18, caracterizado ademés por el hecho de quel
dicha capa reflectante del calor es una hoja metdlica briw
llante delgada para excluir le radiaocién calorifica a su
través.

48,- E1l miembro de calefacelén compussto de la
relvindicacién 18, caracterizado ademds por el hecho de un
dicha cape reflectante del calor comprende una hoja delga-
da de aluminio.

58,- E1 miembro de calefaccién compuesto de la
reivindicacién 18, caracterizado ademés por el hecho de que
dicha capa reflectante del calor comprende una hoja delga-
da de acero inoxidable.

68,~ Bl miembro de calefaccién compuesto de la
reivindicaclén 18, caracterizado ademds por el hecho de que

dicha capa rsflectente comprende une capa de partioulas de
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aluminio semejantes & escamas.

T8.= El miembro de calefaccidén compuesio de la
reivindicacién 18, caracterizado ademds por el hecho de que
dicho piropolimero carbonosoc semiconguctor se incorpora con
el material polimero formando una lémine prepreg en el in-
terior de diche estructura estratificada de pléstico rigi-
do. ‘

88,~ E1l miembro de calsfaccidén compuesto de la
reivindicacién 72, caracterizado todavia ademés por el he-
cho de que el piropolimero carbonosc de la lémina prepreg
tiene un tamafio de particula médximo comprendidodsntro del
intervalo que va desde aproximadamente 0,1 micras hasta
aproximadamente 100 mioras.

98,= Un miembro de calefaccidn.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que snte
cede, representado en los dibujos que se acompafian y paras
los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de veinte hojas escritas s

méquina por una sola cara.

Medrid, DOMay 1

Po A. Altner
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